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一、报告简介

智研咨询发布的《2025-2031年中国半导体封装用键合丝行业市场运行状况及投资潜力研究
报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内
容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制
定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布
的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从
宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/202201/992917.html

报告价格：电子版: 9800元    纸介版：9800元    电子和纸介版: 10000元
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二、报告目录及图表目录

为了深入解读半导体封装用键合丝行业发展现状以及研判未来走向，智研咨询精心编撰并推
出了《2025-2031年中国半导体封装用键合丝行业市场运行状况及投资潜力研究报告》（以
下简称《报告》）。这份报告不仅是对中国半导体封装用键合丝市场的一次全面而细致的梳
理，更是智研咨询多年来持续追踪、实地踏访、深入研究与精准分析的结晶。它旨在帮助行
业精英和投资者们更加精准地把握市场脉搏，洞察行业趋势，为未来的决策提供有力支持。
《报告》主要研究中国半导体封装用键合丝产业发展情况，细分市场包含键合金丝、键合银
丝、键合铜丝、键合铝丝四大部分，涉及半导体封装用键合丝需求量、细分产品需求量、市
场规模、细分产品市场规模、市场价格等细分数据。
《报告》从国内外经济环境、国内政策、发展趋势等方面入手，全方位分析了半导体封装用
键合丝产业发展状况，对业界厂商掌握产业动态与未来创新趋势提供相应的建议和决策支持
。
半导体封装用键合丝是一种极细的金属丝，直径在几微米到几十微米之间。键合丝的主要作
用是将芯片上的焊盘与封装引线连接起来，在半导体封装中起到电气连接和机械支撑的作用
。
键合丝是半导体生产中不可或缺的核心材料，其性能直接影响到芯片的可靠性和电性能。随
着科技的迅猛发展，半导体行业正经历前所未有的增长。特别是在半导体封装领域，键合丝
随着半导体封装市场的发展而同步增长，目前市场规模已经非常庞大。据统计，2023年，
我国半导体封装用键合丝需求量约为395.5亿米，其中，键合金丝需求量约为61.4亿米，键
合银丝需求量约为174.5亿米、键合铜丝需求量约为146.8亿米、键合铝丝需求量约为12.8亿
米。
未来，随着材料的持续创新和工艺的不断改进，半导体封装用键合丝的综合性能不断提升，
键合丝将继续在高性能电子器件中发挥重要作用，应用领域也不断拓展。

半导体封装用键合丝行业产业链上游主要包括贵金属、生产设备、化学品等供应商，其中，
贵金属主要包括金（Au）、银（Ag）、铝（Al）、铜（Cu）等，这些原材料的质量和纯度
直接影响到键合丝的性能；半导体封装用键合丝制造行业位于中游，主要包括熔炼、拉丝、
退火、表面处理等多个步骤；行业下游主要应用于集成电路制造、光电子器件、功率器件等
领域。

目前，国内键合丝的生产水平已经达到国际同等水平，但由于投资较大，国内生产企业并不
多，主要为国际知名键合丝制造商在国内的独资或合资企业，以及部分内资企业。国内目前
具有一定生产规模和影响力的键合金丝生产企业主要有贺利氏招远贵金属材料有限公司、贺
利氏招远（常熟）电子材料有限公司、田中电子（杭州）有限公司、宁波康强电子股份有限
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公司、铭凯益电子（昆山）股份有限公司、北京达博有色金属焊料有限责任公司、贵研铂业
股份有限公司、中钞长城贵金属有限公司、烟台一诺电子材料有限公司、四川威纳尔特种电
子材料有限公司等。

智研咨询研究团队围绕中国半导体封装用键合丝产业规模、产业结构、重点企业情况、产业
发展趋势等方面进行深入分析，并针对半导体封装用键合丝产业发展中存在的问题提出建议
，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。
报告目录：

第一章 半导体的引线键合材料——键合丝概述
1.1 键合内引线材料
1.1.1 半导体的引线键合技术发展
1.1.2 引线键合技术（WB）
1.1.3 载带自动键合技术（TAB）
1.1.4 倒装焊技术（FC）
1.2 键合丝及其在半导体封装中的作用
1.2.1 键合丝定义及作用
1.2.2 键合丝在半导体封装中的作用
1.3 键合丝的主要品种

第二章 键合丝行业特点及应用市场的概述
2.1 世界半导体封装用键合丝行业发展概述
2.2 键合金属丝的应用领域
2.3 封装用键合丝行业的发展特点
2.3.1 键合丝是半导体封装中不可缺少的重要基础材料
2.3.2 产品与常规焊接材料有所不同
2.3.3 键合丝行业进步与半导体发展关系密不可分
2.3.4 键合丝行业内驱于更加激烈的竞争
2.3.5 产品品种多样化特点
2.3.6 键合丝应用市场的新变化
2.4 当前世界及我国键合丝行业面临的问题
2.4.1 原材料成本的提高
2.4.2 新品研发的加强
2.4.3 知识产权的问题越发突出
2.4.4 国内市场价格竞争更趋恶化



智研咨询 www.chyxx.com

第三章 键合丝的品种、性能与制造技术
3.1 键合丝的品种及各品种的性能对比
3.2 键合丝的性能要求
3.2.1 理想的引线材料应具备的性能特点
3.2.2 对键合金丝的性能要求
3.2.3 对键合丝的表面性能要求
3.2.4 对键合丝的线径要求
3.3 键合丝的主要行业标准
3.4 键合金丝的主要品种
3.4.1 按用途及性能划分
3.4.2 按照键合要求的弧度高低划分
3.4.3 按照键合不同封装形式划分
3.4.4 按照键合丝应用的不同弧长度划分
3.5 键合金丝的生产工艺过程
3.5.1 键合金丝制备的工艺流程
3.5.2 影响金丝在键合过程中可靠性的因素
3.5.3 加入微量元素进行调节键合丝的性能
3.6 键合金丝生产用原料高纯金的制备
3.7 键合金丝未来的发展方向

第四章 世界及我国键合金丝市场现状
4.1 世界键合丝市场规模情况
4.2 世界不同类型的键合丝市场比例变化
4.3 世界键合金丝的产销量及其市场格局
4.3.1 世界键合金丝的产销量及其市场格局
4.3.2 世界键合铜丝市场的需求情况与格局变化
4.4 我国键合丝市场需求量情况
4.5 我国国内键合金丝市场需求量情况
4.5.1 我国国内键合金丝市场规模变化
4.5.2 我国国内键合金丝的市场格局
4.6 我国键合铜丝的市场需求情况

第五章 键合铜丝的特性及品种
5.1 键合铜丝产品的发展
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5.1.1 键合铜丝将成为IC封装引线键合的主要键合丝品种
5.1.2 键合铜丝发展历程
5.1.3 制造技术进步推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变
5.2 键合铜丝的特性
5.2.1 键合铜丝与其它键合丝主要性能对比
5.2.2 键合铜丝的成本优势
5.2.3 键合铜丝的性能优势
5.3 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能
5.3.1 国外键合铜丝产品发展概述
5.3.2 田中贵金属集团的产品
5.3.3 新日铁公司的覆PD键合铜丝
5.3.4 贺利氏公司的键合铜丝产品
5.3.5 MKE电子公司的键合铜丝产品
5.4 我国半导体键合用铜丝标准介绍
5.4.1 标准编制的经过
5.4.2 标准中主要技术指标

第六章 键合铜丝的制造工艺过程及其产品知识产权情况
6.1 键合铜丝的制造工艺流程简述
6.2 键合铜丝制造的具体工艺环节
6.2.1 坯料铸造
6.2.2 成丝加工
6.2.3 热处理
6.2.4 复绕（卷线）
6.3 键合铜丝制造过程中的质量影响因素
6.3.1 工艺过程控制对键合铜丝的质量影响
6.3.2 键合铜丝的组织与微织构对其质量影响
6.4 镀钯键合铜丝的特性及其生产工艺过程
6.4.1 研发、生产镀钯键合铜丝的重要意义
6.4.2 镀钯键合铜丝的工艺流程
6.4.3 镀钯键合铜丝的工艺特点
6.5 键合铜丝知识产权情况
6.5.1 世界及我国键合铜丝专利情况
6.5.2 新日鉄公司实施专利战略的情况
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第七章 键合金丝、键合铜丝的三大应用市场领域现况与发展预测
7.1 键合丝应用市场之一——半导体封测市场现况与发展
7.1.1 世界半导体封测产业概况及市场
7.1.2 我国半导体封测产业现况及发展
7.1.3 国内IC封装测试业的发展趋势与展望
7.2 键合丝应用市场之二——我国分立器件及其封测产业的生产概况及市场
7.2.1 我国分立器件市场现况
7.2.2 国内分立器件生产企业情况
7.2.3 国内分立器件产业发展前景展望
7.3 键合丝应用市场之三——我国LED封装产业的生产概况及市场
7.3.1 键合丝在LED封装中的应用
7.3.2 我国LED封装产业现况
7.3.3 我国LED封装企业分布情况
7.3.4 我国LED封装产业规模情况
7.3.5 我国LED封装产业未来几年发展的预测与分析

第八章 世界键合丝生产现况及其主要生产企业现况
8.1 世界键合丝产业的变化与现况
8.2 世界键合丝主要生产厂家概述与现况分析
8.2.1 世界键合丝的主要生产厂家概述
8.2.2 近年世界各国家/地区键合金丝生产企业的变化分析
8.3 世界键合丝的主要生产厂家及其产品情况
8.3.1 田中贵金属株式会社
8.3.2 贺利氏集团

第九章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况
9.1 国内键合丝产业发展概述
9.1.1 国内键合丝行业总况
9.1.2 国内键合丝生产企业的现况
9.1.3 国内键合丝生产企业地区分布情况
9.2 国内键合铜丝行业的生产情况
9.2.1 国内键合铜丝生产发展概述
9.3 国内键合丝的主要生产厂家及其产品情况
9.3.1 贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司
9.3.2 宁波康强
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9.3.3 北京达博
9.3.4 烟台招金励福
9.3.5 昆明贵研铂业
9.3.6 铭凯益电子（昆山）股份有限公司
9.3.7 中钞长城贵金属有限公司
9.3.8 贺利氏招远贵金属材料有限公司
9.3.9 田中电子（杭州）有限公司
9.3.10 烟台一诺电子材料有限公司
9.3.11 四川威纳尔特种电子材料有限公司
9.4 国内其它新建、在建的键合丝生产厂家情况
9.4.1 广东佳博电子科技有限公司
9.4.2 合肥矽格玛应用材料有限公司
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